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【手続補正書】
【提出日】平成20年5月20日(2008.5.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　ここで、加工率（％）とは、圧延の場合は加工前後の厚さ減少率で、押出の場合は〔1-
（加工後の断面積／加工前の断面積）〕×100で表す。
２）熱間圧延の上がり板厚の段階で結晶粒を小さくする方法である。この方法では熱間圧
延中に再結晶を起こさせることが必要であり、圧延温度と加工率が重要になってくる。す
なわち温度が300～500℃の範囲での１パスでの加工率がR（％）≧－0.1T＋80（T：温度（
℃））で表される条件で行うと、そこで再結晶が起こりやすくなる。
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